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【学习目标】

熟悉印刷参数，了解不良现象，尝试分析不良问题点

【学习要点】

掌握印刷参数的内容，区分不良现象，尝试分析问题

【教学内容】

印刷参数、不良现象、分析不良。 



官网：www.zb1098.com

印刷参数与质量

熟悉印刷参数，了解不良现象，
尝试分析不良问题点

教学目标

教学重点

教学难点

☞

☞

☞

印刷参数的内容、不良现象、分析不良问题点。

分析不良问题点
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印刷参数
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印刷参数

PCB的参数

刮刀的参数

清洗参数

轨道参数

视像/调整参数

印刷后分离参数

印刷参数

其中有些参数是需要生产中验证！
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 PCB的参数

 L/W/H

速度、停板位置

视像/调整参数

基准点、X/Y/θ数值补偿

刮刀的参数（前后）

压力、速度

印刷后分离参数

分离速度、距离

清洗参数

清洗模式、频率
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电子产品SMT组装过程中大概60-70%的焊接缺陷

是由于锡膏印刷不良引起的。所以，锡膏印刷质

量的优劣就决定了SMT组装的良率高低，零缺陷

制造的关键是要确保锡膏印刷质量，防止因为锡

膏印刷不良而导致焊接缺陷问题。
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不良（分析方法）
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机器

方法/技术

人

物料环境

其它
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机器人环境

物料方法

压力参数

精确度

分离速度

支撑不完全 连
桥
短
路

印
刷
过
后
碰
触

力
的
作
用
使
PCB变

形

温
度
过
高

钢网张力

锡膏

PCB变形

刮刀破损

分离方式

清洗方式

钢网清洗剂

钢网擦拭纸

锡膏添加方法

钢
网
擦
拭
纸

更
换
方
法
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下一节贴片工艺


